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數位印刷面向下一代的完整交鑰匙系統
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‧專注於材料性能和最終產品規格的最終用途
應用

‧擁有超過25年印刷業經驗的技術與業務專業
人員

‧積層製造特殊材料的研究、開發與製造公司

製造（3D列印）我們是誰



主要市場區隔

光學

軍事/國防

製造業
先進的

航太

醫療/牙科電子

汽車

安全



多層、多材料

‧剛性材料和柔性材料

‧光學材料

電子學指數級成長

專為性能而設計
ChemCubed品牌解決方案

用於光聚合的聚合物
奈米複合材料

‧無奈米顆粒銀
導電油墨和介電材料

‧  UV  3D列印技術

數位印刷解決方案



‧  隨著時間的推移，印刷技術正朝著速度快、成本效益高的方向
發展

‧  最初與使用碳基化合物油墨的有機或塑膠電子產品有關

‧  對穿戴式裝置、更輕薄電子產品和更高效能應用的需求正在推
動材料和印表機的發展。

印刷材料正變得越來越薄、輕、柔，足以整合到現有的生產線
中。

印刷電子學的定義

印刷電子技術是一個涵蓋廣泛的術語，指的是透過
在各種基材上印刷來製造電子設備的印刷方法。



熱的氣霧劑絲綢

直接金

屬/其他新
興技術

螢幕

多層要求

直接的

平面與三軸/五軸 相容材料

Flexogra

多材料/

噴
塗層

旋轉

軸 （墨水）

噴墨噴射 寫 轉移注射器 物理

商品輸出（解析度、速度、
尺寸）

塗層

專業化與

電子
列印

在評估沉積技術的應用時，需要考慮許多因素。

沉積技術有多種方法，但並非所有方法都相同。

方法

數位印刷（可變
與固定）



元件小型化/減重客製化加工/改造設計、開發和快速原型製作 功能優化－多層/嵌入/保護性封裝

投入材料減少

能量

數小時  vs.  數週 /  即
時設計測試回饋

上市速度

內部開發與外包的潛力（智
慧財產權安全）

修改速度/

緩解車隊電子設備老化問題

印刷電子技術的優勢

通常與電子產品大規模

生產相關的技術限制有所減
少

永續影響（增益型與減損
型）



‧  固定減法工藝
‧  更改需要新的光罩/蝕刻

‧  傳統方法包括重複蝕刻、層
壓和鑽孔

‧  可變添加劑工藝

痕跡
‧  掩模光阻用於確定銅

‧  蝕刻掉未遮蓋的銅

‧  文件更改和重印

‧  直接在基材印刷
‧  銅痕的電腦影像

‧  依文件順序噴墨列印/材料

加法與減法

多層工藝

傳統蝕刻

數位印刷
工藝

過程



‧  我們的八通道

市面上可買到，適用於各種應用場景。

提供性能無與倫比的
多層、多材料電子元件

‧  我們的支援可在數小時內培訓您的團隊；我們的介電模板可實現  <  10  微
米的列印精度。

技術和工藝能力

ELECTROJET  ™品牌是以下各項的集大成者：

系統這

高性能材料，噴墨列印



▪

▪

導電油墨
無奈米顆粒銀 紫外光固化

介電絕緣油墨

▪高表面能黏附促進劑

▪無與倫比的燒結效率

C3‑Ag‑1037‑2h：黏度針對品牌噴墨印表機頭進行了
最佳化

▪一流的導電性能

‧  5分鐘內最低溫度可達80°C 封裝可防止外部環境的潮氣、化學品和物理磨損。

▪卓越的列印性能和可靠性，重複性在1%以內
針對最終用途優化的多種配方

‧體電阻率在10��歐姆·米範圍內

C3‑DI‑8：光學透明柔性層

‧接近銀的體導電性

‧最快可達數秒  >100°C

導電層之間具有優異的絕緣性能

底物

C3‑DI‑7：標準主力配方

C3‑OPT‑7：光學透明高壓絕緣材料

▪對多種基材具有優異的附著力
C3‑Ag‑1037‑2：電紫外線3D列印機標準

ElectroJet™材料
關鍵在於墨水，而不是你想像的。

▪



品牌  Z

™無顆粒銀墨奈米銀墨 電噴射

X品牌  Y品牌

ElectroJet™材料
差別很明顯。

銀顆粒含量：  15‑40%  ；含有其他填料/樹脂 o無顆粒

顆粒物會沉澱，因此在使用前/使用過程中需要重新
循環。

o透明色o不透明

o不含任何填料或樹脂

o使用前只需過濾，墨水即可保持穩定，無需循環利用。



填充物和/或空隙不導電
無空隙銀具有完全導電性。

可噴射可靠性顆粒物會堵塞噴墨列印頭

燒結溫度  130℃ /  30  分鐘

燒結銀和填充物（40‑60%） 僅燒結銀（99%）

燒結溫度  80℃ /  5  分鐘

ElectroJet™
材料

顯然，兩者之間存在差
異。



我們最新研發的配方是一種革命性的奈米
複合介電材料，它具有以下特點：

高性能介電材料－我們最新的油墨

‧  隔離電路之間的各層，‧  遮蔽焊接材
料，以及‧  為連接點提供支撐；因此，
它可以替代雙面電路板的F板。



不僅需要性能更高的材料，還需要即用型且功能⿑全的列印技
術的組合解決方案。

印刷技術

‧  具備設計/開發/原型製作的彈性，最終

‧  噴墨製程取代了多步驟和手工操作技術

商業印刷工具解決方案的需求：

‧  前所未有的低成本和高效率生產

‧  功能性塗層的多材料層疊和

生產適用於大多數數位印刷電子應用

層壓



ElectroUV3D‑3200
原版

ElectroUV3D印表機

ElectroUV3D  ‑1216



介電模板

‧增加導線高度‧優化導電性

‧可控制的走線寬度



▪  線寬不變（0.40毫米）

▪  圖1C  –  3遍銀墨

▪  圖1A  –  3遍銀墨
無需介電模板：

▪  圖1B  –  18遍銀墨印跡

▪  線寬持續擴大（0.55毫米至0.80
毫米）

採用介電模板法：

▪  沿著  z  方向的走線高度無法有效建立（最
約  5  微米）

▪  線高在  z  方向上有效增加（約  24  
微米）

▪  圖1D  –  18遍銀墨

銀痕分層效應

圖  1D

圖  1B圖  1A

圖  1C



‧  阻焊層處理程序

後列印過程

‧  廣泛應用於回流焊

‧  保護印刷電路免受氧化/防止焊盤之間
形成焊橋

‧  採用  ElectroUV3D  列印機列印，製程與介電墨水相同



紙/塗佈紙

陶瓷▪聚酯纖維（PET）

▪聚醯亞胺薄膜（Kapton）

剛性、柔性及剛柔結合*平面材料

底物

▪標籤庫存

▪  ITO塗層玻璃

玻璃

▪箔/金屬

▪  FR4板

▪液晶聚合物（LCP）

▪聚碳酸酯
▪

*硬質材料可印刷在柔性基材上



多層工藝



應用程式

‧  光電發電

‧  顯示器
‧  印刷電路/電路板/電子封裝

‧  柔性混合電子元件、線束編寫  ‧  被動元件（電阻器、電容

器、電感器）  ‧  RFID、感測器、屏蔽和天線應用

‧  穿戴式裝置

‧  半導體製造



info@3DWorldTech.com

接觸：

3DWorldTech.com

世界科技
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